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1． 直接修改工艺时间。（现在不建议使用） 

直接明确。但造成软件中相似的 step 过多（如下图右框中的

etching 时间），造成不方便寻找，而且有些并没有显示。现在不

建议使用，后期会对这些 step 进行整理 

 

 

2． 用户自己特有的工艺名字。（建议使用） 

如 上 图 右 框 中 底 下 几 个 Etching_time_EZlab ，

Etching_time_YSM 这几个名字，不涉及具体时间，用户自己在

使用时，自己修改所需要的工艺时间并保存使用。 

  



3． 间接修改工艺时间。（建议使用） 

通过修改 cycle 数量，和用不同时间 step，组合成实际工艺时间。 

参考如下框中所示。 

Shutter_open 至 Shutter_close 中间是实际刻蚀时间。 

Etching_5min X2cycles +Etching_10min +Etching_30s这三步

是实际刻蚀时间。这三步时间的总共是 20 分钟 30 秒（5min X2 

+10min +30s）。 

当然，这个 20 分钟，也可以用 Etching_5min X4cycles (5min 

X4) 来实现。或者是其它时间组合方式。 

 

 



4. Wait_和 Etching_的区分使用。

 

如上图所示，Recipe step 中存在 wait_10min 和 etching_10min

这两种 step，这两种 step 实际功能是一样的，就是等待 10 分钟。

目前区分使用，在步骤 Shutter_open 至 Shutter_close 之间的

step 用 etching_10min，而在其它 step 处用 wait_10min。 


